一、摘要

本次赴日本與美國IBM參訪主要目的，是實際去了解該公司在積體電路之電磁干擾(IC-EMC)量測與模型建立這個領域，目前技術發展情況，及洽談技術轉移內容並促使其為台灣建立完整的「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」，俾利向經濟部工業局工業合作小組提出我們的提案計畫，我們的IC-EMC發展目標是針對台灣的IC產業結構發展，想將IC(die、SoC、SiP)、封裝、電路板、系統產品的產業鏈有關EMC問題，作整合與連結，建構一個完整的EMC驗證平台，在設計階段，透高階電腦模擬即可驗證及解決EMC、信號完善性、電源完善性等問題、使產品設計的人，只需要專注考慮性能設計的問題，而電磁相容相關的問題可以透過此「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」來解決，加快產品開發速度與降低產品開發風險。

為達到此目標，我們向IBM提出二大要求，請其提出解決方案予我們參考，第一：請參考我們提出的「元件至系統整合的EMC 驗證平台中心」架構，提出一個完整的系統解決方案。第二：此驗證平台中心的效能至少必須維持50個案件能同時平行處理，且基於智財權的考量，電腦終端機必須能夠設在被服務廠商公司內。過程中，經多次討論溝通後，最後， IBM同意提供給我們，他們公司的解決方案，由於他們的解決方案大部份都是自行開發的，是用來解決從晶片到超級電腦應用的電磁相關問題，不止軟體工具完整、執行速度性能良好，更重要的事，由於是同一家公司開發的產品，在軟體間相互溝通的介面、參考點、不確定度是完全相容的，這些特點，是符合我們期望的解決方案架構。

二、緣起

台灣為IC設計與製造是台灣很重要的產業，鑑於目前製程的進步與電子電路的速度越來越快，所造成的電子干擾與耐受性的問題越來越嚴重，這些問題若沒有處理好，將造成產品無法上市；大筆訂單的流失，對國內產業的影響甚鉅，一顆先進的IC開發若失敗，將造成巨大的損失，而先進的IC製程，其電磁干擾與耐受性的問題亦變得更嚴重，技術難度更高，IC-EMC是一項很重要的技術，目前全世界都正在發展中，大部份國際標準都尚在起草制訂中，目前台灣切入這個領域是一個很好的機會點，現在解決EMC的問題將回到晶片層級來解決EMC問題，且發展的目標將朝，晶片製造前即可以模擬出其製造出來的晶片在系統產品上是否符合EMC的規定，以節省開發的成本及避免失敗所造成之巨大損失與風險，同時，亦可取代嘗試錯誤法的方式作為產品的IC-EMC解決方案，改採用有系統的方法，在設計階段即作設計的模擬與驗證，來解決IC-EMC的問題。這是非常重要、有價值、先進的技術。技術開發路線圖(roadmap)，若未朝此方向作發展，產品將因EMC問題一直在作事後的補救，不止成效不彰，亦常必須付出很大損失的代價。

本局基於服務國內的產業，協助提升其技術，欲將IC元件到系統產品開發的EMC問題的解決方案作整合，使設計人員可以專注作性能設計，電磁相關問題的設計與解決可以透過此「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」來解決，加快產品開發速度與降低產品開發風險，對通過該驗證平台認證的產品, 規畫將給予IC-EMC驗證標章，以提高其產品的價值。

三、參訪的對象及行程

	日期
	工作記要
	備註

	5/11(四)
	出發到日本
	

	5/12(五)
	拜訪日本IBM大和研究中心
	參觀日本IBM大和研究中心實驗室

	5/13(六)
	假日
	

	5/14(日)
	出發到美國
	日本IBM人員陪同到美國IBM

	5/15(一)
	拜訪美國IBM華生研究中心
	參觀美國IBM華生研究中心實驗室

	5/16(二)
	拜訪美國IBM華生實驗室
	參觀美國IBM華生研究中心實驗室

	5/17(三)
	返國
	先回到日本

	5/18(四)
	返國
	日本到台灣


四、考察記要

1、 日本IBM參訪內容

A.日本IBM

(1) 研究中心介紹

日本IBM目前博士研究人員大約有200多個，研究的定位以IT類產品的應用為主。

(2) 日本IBM的IC-EMC研究內容介紹

有從事電路板、系統產品之信號完善性、電源完善性及電磁相容模擬與設計經驗，他們向我們展示他們過去的一些經驗案例簡報資料。

       B.BSMI 提出的方案

(1) BSMI及逢甲大學IC-EMC發展現況

介紹目前BSMI的組織，服務的產品項目，及介紹目前IC-EMC發展現況及發展計畫構想。

介紹逢甲大學IC-EMC研究中心目前由10多位教授組成一個研究團隊，在進行IC-EMC的研究。

(2) 提出「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」架構：

我們提出一個3D的「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台需求圖，如圖1所示， X 軸為die、package、SoC 、Sip、PCB、系統產品，Y軸為SI(信號完善性)、PI(功率完善性)、EMC( 電磁相容)，Z軸為量測、模型建立、系統模擬，的架構圖給IBM，請IBM提供我們，他們公司的解決方案，經多次溝通與討論，當天會議結束時，他們提出一小部份的解決方案，他們對我們提出的架構相當有興趣，但由於我們提出的架構相當大，需要一些作業時間。 
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圖1 BSMI的IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心解決方案之整体架構
(3) 驗證平台工作效能

我們提出此驗證平台中心的效能至少必須維持50個案件能同時平行處理，且基於智財權的考量，電腦終端機必須能夠設在被服務廠商公司內，這部份同樣因時間關係，他們需要作業時間作評估，當天他們沒有提出實際的硬體解決方案。

       C. 參觀日本IBM實驗室

(1) IC-EMC量測實驗室:

我們參觀他們的IC-EMC量測實驗室，他們目前有TEM Cell, EM surface scan method 、法拉第箱體(WFBC)、磁場探針量測法量測設備。

(2) 熱處理設計實驗室：

他們展示如何從電腦作熱模擬設計，及實際產品的熱的量測驗證。

(3) RF-ID實驗室：

他們針對不同的產品的RF-ID設計，各種不同RF-ID天線的設計。

(4) 其他試驗室

參觀聲音無響室與聲音迴響室,EMC電波暗室等試驗室。

2、 美國IBM參訪內容

A.美IBM

(1) 研究中心介紹

IBM全球有6個研究中心，共有6位諾貝爾獎得主，華生研究中心目前約有1700位左右的博士研究員，他們介紹他們的IC-EMC技術是從1980年就開始發展，所有的軟體工具都是在華生研究中心自行發展的，當時會發展這些軟體工具是為了解決他們超級電腦之電磁相容、信號完善性等相關的問題，這些軟體過去都是自己公司內部在使用的，並沒有對外提供販售，現在由於公司企業經營模式轉變為技術服務解決方案提供者，所以這些技術目前可以考慮提供給公司的外部。

(2) IBM的IC-EMC研究內容介紹

第一天:

他們介紹他們目前有關IC-EMC各種電磁模擬軟體的工具特色，並實際展示他們的模擬工具(EMSUF)，以30層左右電路板為案例，利用他們的電磁模擬軟體，作模擬，數萬個變數的情形下，他們的解決方案，約可在30分鐘完成模擬，宣稱目前為速度最快的電磁模擬軟體解決方案。他們也展示了一些發表過的解決方案簡報資料，來說明他們的軟體特色與功能。

我們與在日本IBM時一樣, 針對我們的需求作簡報，讓他們了解我們的需求，他們同樣對我們的架構非常感興趣，也同樣認為我們的架構相當大，難度挑戰性非常的高，需要一些作業時間。

下午我們到另外一個IBM研究中心參訪，他們為我們簡報RF-ID的研究情形。

第二天:

他們帶我們參觀他們的IC-EMC量測實驗室，介紹他們如何作量測，及介紹個個量測設備，也說明所使用的探針與治具是他們自己設計的。

參觀完實驗室我們接著進入會議室討論我們第一天我們提出的架構的解決方案，他們提出了他們的解決方案，如圖2所示，同時詢問我們目前有多少懂電磁理論與IC方面的研究人力。
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圖2 IBM的電磁相容解決方案之整体架構
五、心得與建議

1. IBM的系統應用符合我們的需求:

(1)IBM的系統是同一個平台(工具)可以應用到各個不同的領域，不會有不相容的問題

(2)IBM在1980年就開始發展的系統，有較高的成熟度
(3)IBM的超級電腦，IBM的產品都是其成功的案例
(4)IBM的每個部門，都像台灣不同的分工產業

•晶元
•封裝
•設計公司
•主機板工廠
•系統組裝工廠

2.由IBM 移轉一個完整的EMC解決方案，包含：
(1)技術面
•晶方(DIE),晶方+封裝

•晶片(SoC , SiP)

•晶片+PC板
•系統
(2)應用面
•測試設備及技術
•模型之建立
•模擬用之軟硬體

這樣的解決方案很適合台灣IC產業的模式,如下面圖3。
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圖3 IBM之EMC解決方案在台灣IC產業鍊的應用
3.計畫成立「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」：

(1) 硬體:

建立IBM軟体庫，以快速電腦平行處理各個不同客戶的要求

(2) 軟體: 採用IBM整套的電磁模擬軟体

(3) 人力資源：

•中心必須有足夠的（高級）人力資源，提供軟体的應用
•中心本身的人才
•學術界的人才

(4) 營運模式：

 •提供最佳的管理才能滿足客戶的要求

•高速電腦主機提供24小時的服務

（5）擴充性

•軟體: 隨時引進新的應用軟体，以因應新一代的製程進步。

•硬體：以利未來可視業務需求保有擴充的功能。
4.與其他國家實驗室之關係

為避免重覆投資造成資源的浪費，我們也去了解與IC相關的國家實驗室共有3個,其定位與功能說明如下:
•國家奈米元件實驗室 (NDL)(National Device Laboratory)：

-主要為發展IC的先進製程。

•晶片設計中心 (CIC)(National Chip Implementation Center)：
 -主要為IC的設計及相關的EDA tool使用的培訓。

•國家高速網路與計算中心 (NCHC)(National Center for High-Performance Computing)
-提供學術研究用的高速電腦計算資源，目前只有HFSS,與SONET與電磁模擬相關的軟體。

因此計畫欲成立之「IC元件至系統產品整合的電磁相容(EMC )驗證平台中心」並沒有與其他國家實驗室有重疊的定位與功能。
PAGE  
6

_1216398882.ppt


IBM的電磁相容解決方案之整体架構


































�



Simulation ���� �



Modeling �����



Measurement �q���



SI�



PI�



EMC�



Die�����



Die+package �����



SoC�t�������



SiP�t�������



Chip+PCB�q���O�



Product���~�






Simulation 



模擬



Modeling 



模型



Measurement 



量測



SI



PI



EMC



Die



晶片



Die+package 



封裝



SoC



系統晶片



SiP



系統封裝



Chip+PCB



電路板



Product



產品








Simulation 


模擬


Modeling 


模型


Measurement 


量測


SI


PI


EMC


Die


晶片


Die+package 


封裝


SoC


系統晶片


SiP


系統封裝


Chip+PCB


電路板


Product


產品





_1216398965.ppt


IBM方案的應用





○

   IBM

核心技術

共通平台



    晶圓

  代工廠



封裝 / 測

  工 廠



     IC 

設計公司



    系統

組裝工廠



    PCB 

組裝工廠



學術研究








_1216398843.ppt
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